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Introducao

Os revestimentos CuZn apresentam boa resisténcia
mecénica e a corrosdo, com dureza bem mais
elevada que cobre combinado aoutros metais. Este
material pode ser obtido por eletrodeposicéo, técnica
gue apresenta algumas vantagens em relacdo a
outras formas de obtencdo. Ao banho eletrolitico
podem ser adicionados surfactantes visando melhoria
da qualidade dos eletrodepdésitos, com estes podendo
tornar os depdsitos uniformes, relativamente livres de
poros, com maior resisténcia a corrosdo. Assim,
objetivo deste trabalho foi avaliar a influéncia da
adicdo do surfactante brometo de cetiltrimetilaménio
(CTAB) na obtencé@o e caracterizacdo de filmes de
Cuzn.

Resultados e Discussao

Estudos voltamétricos para deposicao e dissolucao
de CuZn consistiram em wltametria ciclica, com
potenciais de inversédo de -1,0; -1,2 e -1,4 V, tendo a
solucao eletrolitica CuS0,0,05 mol.dm®+ zZnS0O, 0,25
mol.dm® + Na,SO, 1 mol.dm?® na auséncia e na
presenca de CTAB 9,2x10™* mol.dm™. Como exemplo,
na Figura 1, tem-se os perfis obtidos para o substrato
de platina a 20 mV.s™.
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Figura 1: Voltamogramas ciclicos para a deposicao
e a dissolucdo de Cuzn sobre Pt com E, = -1,2 V.
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Foram encontrados dois processos de deposicdo
para a liga, o primeiro na regido de -0,2 V, referente
ao cobre, e 0 segundo em aproximadamente -1,2 V,
referente ao zinco. A dissolugcdo dos metais ocorre
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também em dois processos em -0,9 V e -0,2 V. Dois
processos complexos também foram detectados na
presenca de CTAB, com caracteristicas diferentes,
havendo aumento de corrente em potenciais mais
negativos e inibicdo em potenciais mais positivos.
Foram crescidos revestimentos com densidade de
corrente de 1 a 7 mA.cm™, com espessura de 7 nm e
com analise por energia dispersiva de raios-X (EDX) e
microscopia eletrdnica de varredura (MEV). Com o
aumento da densidade de corrente, h4 aumento da
quantidade de zinco no depdésito até 54 at%, sempre
maior na auséncia que na presenca de CTAB. Por
MEYV, observou-se que a adi¢do de CTAB influenciou
a morfologia dos depoésitos, com 0s evestimentos
sendo mais compactos, com as morfologias variando
de nodular para fibrilar.
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Conclusdes

Das micrografias exibidas pode-se afirmar que a
adicdo de surfactante influenciou tanto na resposta
eletroquimica, como na morfologia e na composicao
dos depésitos, tornando-os compactos e mais ricos
em zinco com o aumento da densidade de corrente.
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